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@ Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Fein- bis Mikrostrukturen und/oder komplexen Mikrosystennen 

@ Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Herstel- 
lung von Fein- bis iVIikrostrukturen und/oder komplexen 
Mikrosystennen durch schichtweisen Aufbau in und aus 
einer photoaushartbaren Flussigkeit zwischen zwei Be- 
grenzungsflachen, wobei die einzelnen Schichten durch 
Belichtung der Flussigkeit, durch eine der Schicht-Topo- 
graphie entsprechende Maske hindurch, gebildet warden 
und der Abstand zwischen den Begrenzungsflachen suk- 
zessive um diejeweilige Schichtdicke vergrol^ert wird, ist 
erflndungsgemafS vorgesehen, daQ> die einzelnen Schich- 
ten der aufzunehmenden Struktur zwischen jeweils zwei 
sich gegenuberstehenden gegenlaufigen, die Begren- 
zungsflachen bildenden Walzen generiert werden und der 
Walzenabstand des jeweiligen Walzenpaares durch die 
Dicke der zu bildenden Schicht und der Dicke der bereits 
vorhandenen Schichten gegeben ist, wobei die erste 
Schicht auf einer zwischen den Walzen hi ndurchfah ren- 
der Substrattragerfolle aufgebracht wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifFt ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Feinbis Mikrostrukturen und/oder komplexen Mi- 
krosystcmcn durch schichtwciscn Aufbau in und aus cincr 5 
photoaushartbaren Riissigkeit zwischen zwei Begrenzungs- 
flachen, wobei die einzelnen Schichten durch Belichtung 
der Flussigkeit durch eine der Schicht-Topographie entspre- 
chende Maske hindurch gebildet werden und der Ab stand 
zwischen den Begrenzungsflachen sukzessive um die jewel- lo 
ligc Schichtdickc vcrgroBcrt wird, sowic cine Vorrichtung 
zur Durchfiihrung des Verfahrens. 

[0002] Ein derartiges Verfahren bzw. eine derartige Vor- 
richtung ist aus der DE-PS 44 20 996 bekannt. Mit Hilfe der 
dort offenbarten Technik ist es moglich, die obengenannten 15 
Mikrostrukturen durch feinste Schichtbildung in ausge- 
zeichnctcr Auflosung hcrzustclicn. 

[0003] Mit Ililfe der vorbekannten Technik ist es jedoch 
nicht moglich, derartige Mikrostrukturen in groBerer Stiick- 
zahl herzustellen, da in jeder Vorrichtung jeweils nur eine 20 
Mikrostruktur generiert werden kann. 
[0004] Daher hat der Erfinder in DE-PS 195 39 039 eine 
Losung vorgeschlagcn, wic cine Viclzahl von Strukturcn 
gleichzeitig generiert werden kann. Ausgehend von einer 
Vorrichtung nach DE-PS 44 20 996 ist hier der Strahlungs- 25 
quelle eine Strahlteileinrichtung nachgeordnet, wodurch die 
Teilstrahlen nebeneinander auf eine der Flatten gerichtet auf 
die mit dieser Platte parallele Russigkeitsoberflache fokus- 
siert. sind. 

[0005] Somit konnen parallel nebeneinander gleichartige 30 
Mikrostrukturen zeitgleich generiert werden, wobei jedoch 
die Anzahl der zu generierenden Strukturen inimer noch be- 
grenzt ist. 

[0006] Der Erfindung hegt daher die Aufgabe zu runde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit dem/der 35 
beliebig viele Mikrostrukturen in Serie heigesteilt werden 

konnen. 

[0007] Die Erfindung lost diese Aufgabe gemaB dem 
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 dadurch, daB 
die einzelnen Schichten der aufzubauenden Struktur zwi- 40 
schen jeweils zwei sich gegeniiberstehenden, die Begren- 
zungsflachen bildenden Walzen generiert. werden und der 
Walzenab stand des jeweiligen Walzenpaares durch die 
Dicke der zu bildenden Schicht und der Dicke der bereits 
vorhandenen Schichten gegeben ist, wobei die erste Schicht 45 
auf einer zwischen den Walzen hindurchfahrenden Substrat- 
tragerfolie aufgebracht wird und die Belichtung der zu gene- 
rierenden vSchicht durch eine der Walzen erfolgt. 
[0008] Im ExLrenifall sind daher genau so viele Walzen- 
paare in Reihe hintereinander angeordnet wie Schichten in 50 
der Struktur generiert werden soUen. Altemativ kann aber 
auch ein Walzenpaar, bei dem bei jedem Durchlauf der Ab- 
stand um die Schichtdicke erhoht wird, vorgesehen sein. Der 
Aufbau der Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Verfah- 
rens ahnelt dabei bekannten Vorrichtungen aus der Druck- 55 
technik. Genau wie auf dem Gebiet der Drucktechnik er- 
moglicht das erfindungsgemaBe Verfahren beliebig groBe 
"Auflagen". 

[0009] Die photoaushartbarc Flussigkeit kann sich dabei 
ahnlich wie im obengenannten Stand der Technik lediglich 60 
auf den Bereich zwischen den beiden Grenzflachen (im Wal- 
zenspalt) beschranken. Das erfindungsgemaBe Verfahren ist 
jedoch auch in einem mit der photoaushartbaren Flussigkeit 
gefuUten Becken durchfiihrbar. 

[0010] Anders als bcim Verfahren gemaB Stand der Tech- 65 
nik miissen die Strukturen auf Substrattragerfolie aufgebaut 
werden, die mit dem Bauteil eine groBere Haftung eingeht 
als mit der in der Regel antihaft beschichteten Walze, durch 



die die Belichtung der Fliissigkeitsoberflache erfolgt. Diese 
Walze wird im folgenden Belichtungswalze genannt. 
[0011] Die Belichtungswalze besteht aus einem fiir elek- 
tromagnetische Wellen (UV-Licht, Laser, etc.) durchlassi- 
gcn Material wic z. B. Quarzglas. Die Gcncricrung der je- 
weiligen Schicht in ihrer gewunschten Topographic ge- 
schieht dabei durch eine Maske, die das Negativ dieser To- 
pographic darstellt. Diese Maske kann entweder auf der Be- 
lichtungswalze selbst aufgebracht, beispielsweise aufge- 
dampft sein. Hierzu bietet sich die aus der Mikroelektronik 
bckanntc Chrom-GIas-Maskc an, die auch in Graukciifonn 
vorliegen kann, wodurch durch einen definierten Licht- 
durchlassigkeitsgradienten beispielsweise auch optische 
Linsen generiert werden konnen. 

[0012] Eine Alternative hierzu ist durch den Anspruch 12 
gegeben. Hier wird vorgeschlagen, daB in der Belichtungs- 
walze zwischen Lichtquclic und Walzcnobcrflachc cin sta- 
tionarer Belichtungsschlitz angeordnet ist und die Maske als 

unterhalb des Schlitzes an der Oberflache der Belichtungs- 
walze vorbeigefuhrtes Folienband ausgebildet ist. Diese Be- 
lichtungsfolie mit fiir elektromagnetische Wellen durchlas- 
sigen und undurchlassigen Bereichen gemaB der zu generie- 
renden Schichttopographic wird synchron mit der Substrat- 
tragerfolie zwischen Behchtungswalze und BeHchtungs- 
schlitz gefuhrt. 

[0013] Der Belichtungsschlitz hangt dabei in seiner Breite 
vom Walzendurchmesser, vom zu belichtenden Material 

und von der Umfangsgeschwindigkeit der Walze ab. 
[0014J Mit Hilfe des eriindungsgemaBen Verfalirens kon- 
nen durch den Einsatz verschiedener aushartbarer Fliissig- 
keiten zwischen den jeweiligen Walzenpaaren Strukturen 
erzeugt werden, die genau definierte physikalische, d. h. 
z. B. elektrische bzw. optische Eigenschaften aufweisen. 
[0015] Um bei der Erzeugung von Strukturen mit unter- 
schiedlichsten Eigenschaften noch freier zu sein, schlagt das 
erfindungsgemaBe Verfahren vor, dass zusatzliche Folien 
mit physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften, die 
von denen der ausgeharteten Schichten abweichen, parallel 
zwischen die Walzen zugefuhrt und mit der oberen Schicht 
und der folgenden Schicht verklebt werden; so konnen z. B. 
zwischen den Schichten auch elektrisch leitende Schichten 
aufgebaut werden. Die mit elektrisch lei ten den Materi alien 
strukturiert beschichteten Folien werden dabei ebenfalls 
mittels mit elektromagnetischen Wellen polymerisierbarem 
Kunststofif strukturiert verklebt. Dabei wird die Verklebung 
wieder durch eine auf der Belichtungswalze angebrachte 
Maske oder altemativ mit der oben beschriebenen Belich- 
r.ungsfolie realisiert. 

[0016] Die Verklebung mit der Struktur kann aber auch 
mit anderen Klebetechniken realisiert werden. Beispiels- 
weise durch eine Folie, die mit einem Kleber beschichtet ist, 
wobei dieser Kleber ebenfalls strukturiert aufgebracht wer- 
den kann, indem man die Beschichtungstechniken des Ofif- 
set-Drucks ubemimmt. 

[0017] Die auf- oder eingebrachten Folien konnen auch 
andere Funktionen realisieren. So ist es denkbar, die Elasti- 

zitat der ein- bzw. aufgebrachten Folie beziiglich ihrer Fe- 
derwirkung auszunutzen. Weiterhin ist es denkbar, Folien 
mit bcsondcrcn magnetischcn oder chemischen Eigenschaf- 
ten (basisch, neutral, sauer, hydrophil oder hydrophob) ge- 
zielt einzusetzen, 

[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung ist gemaB Anspruch 3 vorgesehen, daB die 
zwischen einem Walzenpaar generierte Schicht in einem 
nachfolgcndcn Schritt zum Entfcmcn der nicht ausgeharte- 
ten Substanz gespiilt wird und in einem nachfolgenden Wal- 
zenpaar eine Aufifiillung der von der nicht ausgeharteten 
Substanz befreiten Bereiche durch Materialien oder fertige 
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Bauteile mit abweichenclen physikalischen, chemischen 
und/oder biologischen Eigenschaften durchgeflihrt wird. 
[0019] Werden die von der nicht ausgeharteten Substanz 
befreiten Bereiche durch eine andere Substanz gefiillt, kann 
dicsc Substanz auch durch andcrc Aushartungsmcchanis- 5 
men ausgehartet werden, z. B. durch Sauerstoffentzug, Ver- 
dunstung von Losungsmitteln oder Warme. 
[0020] Hierbei ist es mitunter erforderlich, daB nach dem 
Reinigungsvorgang (Spulvorgang) ein Trocknungsvorgang 
angeschlossen wird. lo 
[0021] Werden Bauteile zugefiihrt, so kann dies dadurch 
geschehen, dal3 sie auf einer Folie haftend ahnlich wie be- 
reits oben beschrieben einem Walzenpaar zugefiihrt werden. 
Die Bauteile werden in die wie oben beschrieben erzeugte 
Kavitaten eingelegt, mittels strukturierter Verklebung befe- 15 
stigt und an einer sogenannten Schalwalze durch Schalung 
von ihrcm urspriinglichen Tragcr befreit. 
[0022] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens ist darin zu sehen, dal3 die in Mas sen produzierten 
Mikrostrukturen oder Systeme in einfacher Weise weiter- 20 
verarbeitet werden konnen, da die Strukturen auf der Sub- 
stratfolie in hoher Ordnung, Ausrichtung der Lage und Ab- 
stand der Bauteile vorliegen, wodurch dicse Ordnung bei 
der Weiterverarbeitung z. B. durch Zufiilirung gegurteter 
Bauteile ausgenutzt werden kann. 25 
[0023] Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens ist es 
jedoch nicht nur moglich, auf der Substratfolie diskrete 
Strukturen bzw. Bauteile zu generieren, es konnen dariiber 
hinaus auch niikrostrukturierte Eolien selbst erzeugt wer- 
den, wobei entweder auf der Eolie eine strukturierte Oberfla- 30 
che erzeugt werden kann (Lotosblunieneffekt, Haifischhaut, 
oder Folien fur Flachbildschirme) oder aber in sich niikro- 
strukturierte Folien, wobei nach dem Auftrag dieser Mikro- 
struktur auf der Tragerfolie anschlieBend diese Tragerfohe 
wieder entfernt wird. 35 
[0024] Im letzten Walzenpaar konnen beispielsweise die 
Stmkturen mit einer adhasiven Folie iiberzogen werden, die 
beim Transport und vor der Weiterverarbeitung als Verpak- 
kung zum Schutz gegen auBere Einfliisse ausgelegt sein soil. 
[0025] Die Erfindung wird im folgenden anhand von 40 
Zeichnungen dargestellt und naher erlautert. 
[0026] Es zeigen: 

[0027] Fig. 1 Walzenpaar bei der Erzeugung einer ersten 
Substratschicht, 

[0028] Fig, 2 Walzenpaar gemaB Fig. 1 mit Maskenfolie, 45 
[0029] Fig, 3 Walzenpaar bei der Erzeugung der zweiten 
Schicht, 

[0030] Fig. 4 Walzenpaar und Zufiihrvorrichtung von ein- 

zulegenden Bauteilen, 

[0031] Fig. 5 Walzenpaar mit Zuftihrung einer Folie. 50 
[0032] In den Fig. 1 bis 5 ist jeweils ein Walzenpaar dar- 
gestellt und allgemein mit dem Bezugszeichen 1 versehen. 
Fur die erfindung sgemaBe Vorrichtung muB man sich n die- 
ser Walzenpaare in Reihe zueinander geschaltet vorstellen, 
wobei n abhangig ist von der Strukturhohe bzw. von den Ei- 55 
genschaften, die eine derartige Struktur haben soil. Altema- 
tiv kann aber auch ein Walzenpaar vorgesehen sein, bei dem 
bei jedem Durchlauf der Abstand der Walzen um die 
Schichtdicke erhoht wird. 

[0033] Tn der Fig. 1 ist das erste Walzenpaar 1 innerhalb 60 
der Vorrichtung dargestellt, Es besteht (wie im Prinzip die 
anderen Walzenpaare auch) aus einer aus fiir elektromagne- 
tische Wellen durchlassigem Material bestehenden Belich- 
tungswalze 2 und einer Gegenwalze 3, die zwischen sich ei- 
ncn Walzcnspalt 4 lassen. In der Belichtungswalzc 2 ist cine 65 
elektromagnetische Wellen aussendende Quelle 5 (UV- 
Quelle, Laser etc.) angeordnet. Zwischen LichtqueUe 5 und 
dem Walzcnspalt 4 befindet sich in der Walze 2 ein stationa- 



rer BelichtungsschHtz 6. Durch den Walzcnspalt hindurch- 
gefiihrt wird eine Substrattragerfolie 7, zwischen welcher 
und der Belichtungswalzc 2 eine durch Adhasionskrafte ge- 
haltene photoaushartbare Fliassigkeit 8 vorgesehen ist. Auf 
der Obcrflachc der Belichtungswalzc 2 ist cine Maskc (bei- 
spielsweise (]hrom-(jlas-Maske) aufgetragen, die ein Nega- 
tiv zur Schicht-Topographie der zu erzeugenden ersten 
Schicht darstellt. 

[0034] Die Fliissigkeit 8 wird mit Hilfe der LichtqueUe 5 
durch den BelichtungsschHtz 6 belichtet. Dort wo das Licht 
in die Fiiissigkeit cindringen kann (d. h. von der Maskc 
nicht ausgeblendet wird), polymerisiert die Fliissigkeit und 
wird fest. Hierdurch entsteht die erste Schicht 9 der zu gene- 
rierenden Struktur 

[0035] In der Fig, 2 ist eine an sich gleiche Vorrichtung 
dargestellt. Hier ist die Maske aber nicht auf der Oberflache 
der Belichtungswalzc 2 aufgetragen, sondcm wird in Form 
einer Belichtungsfolie 10 zwischen BelichtungsschHtz und 

Flilssigkeitsoberflache hindurchgefuhrt. 
[0036] In der Fig. 3 ist ein dem in den Fig. 1 und 2 darge- 
stellten Walzenpaar 1 nachgeordnetes Walzenpaar 1' darge- 
stellt, durch welches die zweite Schicht 9' auf der ersten 
Schicht 9 in gleicher Weise gencriert wird wie diesbcziiglich 
in Fig. 1 und 2 besciirieben. Die Substanz zur Erzeugung der 
zweiten Schicht 9' kann dabei gleich sein wie die Substanz 
der ersten Schicht 9, kann aber auch aus anderem Material 
mit abweichenden Eigenschaften bestehen. 
[0037] In der Fig. 4 ist wiederum ein Walzenpaar 1" dar- 
gestellt, an dem bereits mit einer Mulde versehene zuvor ge- 
nerierte Strukturen 11 ankommen und dort mit von einer 
Spule 12 zugefiihrten (beispielsweise) Bauteilen 13 bestlickt 
werden. Die Bauteile 13 haften auf einer FoHe 14. Nach dem 
Einlegen der Bauteile 13 in die Mulden der Struktur 11 wer- 
den diese mittels eines Schalmesser 16 von der FoHe 14 ab- 
geschalt. Zum Befestigen der Teile 13 in den Mulden kon- 
nen Klebetechniken angewandt werden, bei denen ebenfaUs 
mit photoaushartbaren Substanzen gearbeitet wird, und 
zwar in der Art und Weise wie oben beschrieben. 
[0038] SchHeBHch ist in Fig. 5 ein abschHcBendes Wal- 
zenpaar 1"' dargestellt, in dem die fertigen Strukturen 11 
zum Schutz und zum Transport mit einer Deckfolie 15 abge- 
deckt werden. Auch hierbei kann mittels des obengenannten 
Verfahrens eine Verklebung der FoHe mit den Strukturen 11 
erfolgen. 

[0039] Abhangig von chemikaHschen, physikaHschen und 
biologischen Eigenschaften konnen ahnlich wie in F^, 5 
dargestellt auch bei der Produktion, d. h. bei der Generie- 

rung der Strukturen 11 Folien zugefuhrt werden, die dann 
einzelne Schichten der Struktur bilden. 
[0040] Die Erfindung ist jedoch auf die in den Fig. 1 bis 5 
dargesteHten Ausfiihrungsformen nicht beschrankt. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von Fein- bis Mikro- 
strukturen und/oder komplexen Mikrosystemen durch 

schichtweisen Aufbau in und aus einer photoaushartba- 
ren Fliissigkeit zwischen zwei Begrenzungsflachen, 
wobei die einzclnen Schichten durch Bclichtung der 
Fliissigkeit durch eine der vSchicht-Topographie ent- 
sprechende Maske hindurch gebildet werden und der 
Abstand zwischen den Begrenzungsflachen sukzessive 
um die jeweilige Schichtdicke vergroBert wird, da- 
durch gekennzeiclmet, daB die einzelnen Schichten 
(9, 9') der aufzubaucndcn Struktur (11) zwischen je- 
weils zwei sich gegen iiberstehen den gegenlaufigen, die 
Begrenzungsflachen bildenden Walzen (2, 3) generiert 
werden und der Walzenabstand (4) des jeweiHgen Wal- 
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zenpaares (1, 1', 1", 1'") clurch die Dicke cler zu bilden- 
den Schicht (9, 9') und der Dicke der bereits vorhande- 
nen Schichten gegeben ist, wobei die erste Schicht (9) 
auf einer zwischen den Walzen (2, 3) hindurchfahren- 
dcn Substrattragcrfolic (7) aufgcbracht wird. 5 

2. Verfahren nach Anspmch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 zusatzliche Folien (15) mit physikali- 
schen und/oder chemischen Eigenschaften, die von de- 
nen der ausgeharteten Schichten (9, 9') abweichen, par- 
allel zwischen die Walzen (2, 3) gefulirt und mit der lo 
obcrcn Schicht und der folgcndcn Schicht vcrklcbt 
werden. 

3. Verfaliren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zwischen einem Wal- 
zenpaar (1, 1', 1") generierte Schicht (9, 9*) in einem 15 
nachfolgenden Schritt zum Entfemen der nicht ausge- 
harteten Substanz gcspiilt wird und in einem nachfol- 
genden Walzenpaar eine AufFiillung der von der nicht 
ausgeharteten Substanz befreiten Bereiclie durch Mate- 
rialien oder Bauteile (13) mit abweichenden physikaH- 20 
schen, chemischen und/oder biologischen Eigenschaf- 
ten durchgefiihrt wird. 

4. Verfahren nach Anspmch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bauteile (13) auf einer Folie (14) haftend 
zugefiihrt werden und nach ihrer Positionierung mittels 25 
Abschalung von der Folie (14) befreit werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der Substratfolie (7) 
diskrete Strukturen bzw. Komplex-Systeme in groBer 
Stiickzahl erzeugt w^erden. 30 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB mikrostrukturierte Endlos- 
Folien erzeugt werden, wobei Folien mit einer mikro- 
strukturierten Oberflache und/oder Folien gebildet 
werden, die selbst aus Mikrostrukturen bestehen. 35 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die der Schicht-Topogra- 
phie entsprechende Maske auf der Belichtungswalze 
(2) aufgetragen ist. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 40 
durch gekennzeichnet, daB die der Schicht- Topogra- 
ph! e entsprechende Maske auf einer synchron mit der 
SubsiraLfolie (7) vor der Belichtungswalze (2) vorbei- 
gefuhrten FoUe (10) mit fiir elektromagnetische Wellen 
durchlassigen und undurchlassigen Bereichen vorgese- 45 
hen ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dal3 die Fliissigkeit (8) auf den 
Spalt (4) zwischen den Walzen (2, 3) begrenzt ist und 
durch ihre Oberflachenspannung gehalten wird. 50 

10. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach einem der Anspriiche 1 bis 9, gekennzeichnet 
durch mindestens ein Walzenpaar (1, 1', 1", 1'"), wobei 
jeweils eine Walze (2) des Walzenpaares (1, \ \ V\ V") 
(Belichtungswalze) aus einem fiir elektromagnetische 55 
Wellen durchlassigen Material besteht, wobei in dieser 
Walze (2) eine elektromagnetische WeLLen aussen- 
dende Quelle (5) (LichtqueLLe) angeordnet ist, einer je- 
der Belichtungswalze (2) zugeordnctcn Maske (10) mit 
fiir elektromagnetische Wellen durchlassigen und un- 60 
durchlassigen Bereichen, sowie durch eine durch das 
mindestens eine Walzenpaar (1, 1', 1", 1'") hindurchge- 
fiihrte Substrat-Tragerfolie (7) als Basis fiir die gene- 
rierten Strukturen (11). 

11. Vorrichtung nach Anspmch 10, dadurch gckcnn- 65 
zeichnet, daB die Maske auf die Oberflache der Belich- 
timgswalze (2) aufgebracht ist. 

12. Vorrichtung nach Anspmch 10, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB in der Belichtungswalze (2) zwischen 
Lichtquelle (5) und Walzenoberflache ein stationarer 
Belichtungsschlitz (6) angeordnet ist und die Maske als 
unterhalb des Schlitzes (6) an der Oberflache der Be- 
lichtungswalze (2) vorbeigefuhrtes Folicnband (10) 
ausgebildet ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB mehrere Walzenpaare in 
Reihe hintereinander angeordnet sind. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen cinzelncn Wal- 
zenpaaren (1, 1', 1'") Spiilvorrichtungen angeordnet 
sind. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den Walzen- 
paaren (1, 1', 1', 1"') Folienwickel (12, 15) angeordnet 
sind, dcren Folien als Trager fiir eine Klcbstoffschicht 
und/oder elektronische und/oder mechanische und/ 
oder optische und/oder biologische Bauteile (13) aus- 
gebildet sind. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den Walzen- 
paaren (1, 1', 1", 1"') Folienwickel angeordnet sind, 
wobei die Folien definierte physikalische bzw. chemi- 
sche Eigenschaften aufweisen. 

17. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB zumindest die Belich- 
tungswalze (2) mit einer Antihaftbeschichtung verse- 
hen ist. 
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